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(57) Abstract: A n inkjet head (3) comprises: a wiring board (80) which has, two -dimensionally arranged thereon, sets o f nozzles
( 1 1), pressure chambers (41), and actuators (60) and which also has lines o f wiring (87, 1) , through-vias (85), and ink flow paths
(88); and connection sections ( 1 10, 1 11) which connect the lines o f wiring t o a drive section, the connection sections ( 1 10, 1 1 1)
being disposed outside the arrangement region (R) in which the sets o f the nozzles, the pressure chambers, and the actuators are
arranged two-dimensionally. The nozzles are arranged in N rows (N i s an integer greater than o r equal t o 2), with each o f the N
rows comprising M nozzles (M i s an integer greater than o r equal t o 2 ) which are arranged rectilinearly. The through-vias which
correspond t o the nozzles o f arbitrary n nozzle rows o f the N nozzle rows ( 1 < n < N ) are provided i n the arrangement region, and
the through-vias which correspond t o the nozzles o f the nozzle rows other than the arbitrary n nozzle rows are disposed outside
the arrangement region. Thus, the simple configuration enables the space o f the wiring board t o b e effectively utilized t o reduce
cost, enables the nozzles t o b e more densely arranged, and can improve the reliability o f the lines o f wiring.

(57) 要 約：
[続葉有]



NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI 添付公開書類.B M
，GQ ' GW ' M L ' M R ' - 国際調査報告 （条約第 2 1条

ノズル 1 1 と、圧力室 4 1 と、ァクチユエ一タ6 0 との組が二次元配列状に配置され、配線 8 7 , 9 1
と、貫通 ビア 8 5 と、インク流路 8 8 とを有する配線基板 8 0 と、ノズルと圧力室とァクチユエ一タと
の組が二次元配列状に配置された配置領域 R外に設けられ、各配線を駆動部に接続する接続部 1 1 0 ,
1 1 1 と、を備えるインクジェッ トヘッ ド3 において、ノズルは、M個 （M は 2 以上の整数）が直線状
に並べ られると共に、これが N列 （N は 2 以上の整数）にわたつて設けられ、N個のノズル列のうち、
任意の n 個 （1 ≤ n < N ) のノズル列のノズルに対応する貫通 ビアが配置領域内に設けられ、任意の n
個以外のノズル列のノズルに対応する貫通 ビアが配置領域外に設けられている。これによリ、簡易な構
成で配線基板のスペー ス を有効活用 してコス ト低減を図 リ、ノズルをより高密度に配置することができ
ると共に、配線の信頼性も向上させることができる。



明 細 書

発明の名称 ：インクジエツトへッド

技術分野

[0001 ] 本発明は、インクジエツ卜記録装置に備えられるインクジエツ卜へッドに

関する。

背景技術

[0002] 従来、インクジエツ卜へッドのノズルからインク滴を吐出させて記録媒体

に所望の画像を記録するインクジエツ卜記録装置が知られている。このイン

クジェット記録装置は、多岐にわたる用途に使用され、それぞれの目的に沿

つた種類のインクや記録媒体が使用可能となっている。

インクジエツ卜へッドには、圧電素子の変位を利用 して圧力室内のインク

を加圧 し、圧力室に連通するノズルからインク滴を吐出する圧電方式のへッ

ドがある。

このような圧電方式のへッドにおいて、高精細な画像を形成するためにノ

ズルを高密度に配置 したものがあり、例えば、ノズルとこのノズルに連通 し

た圧力室との組を2 次元状に配列させたものが知られている （例えば、特許

文献 1参照）。

[0003] 図 1 3 A は、インクジェットヘッドの配線基板 2 0 0 を上面から見るとと

もに配線基板 2 0 0 の下方に設けられるへッド基板 2 0 を透視 した図であ

り、図 1 3 B は、インクジェットへッドの配線基板 2 0 0 の下面を上面側か

ら透視するとともにへッド基板 2 0 を透視 した図である。なお、図 1 3 A

と図 1 3 B には、ともに配線基板 2 0 0 の下のへッド基板 2 0 に設けられ

る後述の圧力室 2 0 2 等を透視 して描いている。

図 1 4 は、インクジェットへッドの配線基板 2 0 0 及びへッド基板 2 0

の断面図である。

図 1 3 A に示すように、インクジエツ卜へッドのへッド基板 2 0 には、

複数のノズル 2 0 が設けられており、各ノズル 2 0 1 に対応 して圧力室 2



0 2 、インク流路 2 0 3 、圧電素子 2 0 4 (図 1 4 参照）が設けられている

。圧電素子 2 0 4 の上方には圧電素子 2 0 4 に接続される配線 2 0 5 を有す

る配線基板 2 0 0 が設けられており、この配線 2 0 5 は貫通ビア2 0 6 を介

して配線基板 2 0 0 の上面に導かれている。

ここで、配線 2 0 5 は、ノズル 2 0 や圧力室 2 0 2 の 2 次元配列領域外

に設けられた配線接続部 2 0 7 に接続されている。各ノズルに対応する各配

線 2 0 5 はインク流路 2 0 3 を避けて配線接続部 2 0 7 に接続されている。

[0004] 図 1 3 A 及び図 1 3 B に示すように、ノズル 2 0 1 の 2 次元配列領域の両

側に配線接続部 2 0 7 を設けた場合、各行におけるN / 2 本の配線を隣接す

るインク流路間 （図 1 3 A 及び図 1 3 の八 間）に配置 しなければならな

い。

例えば、 1行あたりのノズルの数をN個であるとすると、各ノズルに対応

して設けられている圧電素子の数もN個である。配線を左右両側 （図 1 3 A

及び図 1 3 B の紙面に対 して上下両側）に引き出した場合、図 1 4 に示すよ

うに、左側では第 1列のノズルに対応するインク流路間 （図 1 3 A 及び図 1

3 の六 間）が最も密に配線が配置され、その数はN / 2 本である。以降

、第 2 列、第 3 列と進むにつれ、インク流路間に通される配線の数が 1本ず

つ減っていくことになる。

このように、配線を二分する方法は、各行のノズルに対応する全ての配線

を同 じ方向に引き出す場合に比べて余裕があるものの、ノズルを高密度に配

置するためには、十分な余裕があるわけではない。

先行技術文献

特許文献

[0005] 特許文献1 ：特開 2 0 0 7 _ 3 0 3 6 1 号公報

発明の概要

発明が解決 しょうとする課題

[0006] ところで、配線の信頼性を向上させるためには、配線間隔を広 く取る必要



がある。しかし、配線間隔を広くすると、ノズルを高密度に配置することが

できない。上述のように、配線は隣接するインク流路間にしか配置すること

ができないため、ノズルを高密度に配置するとインク流路間の間隔も小さく

なって配線スペースも減少するからである。

このような問題を解決するため、配線基板を複数層にわたって積層した多

層配線基板を用いることも考えられるが、構造が複雑であり、インクジエツ

卜へッドの厚みも増すため、軽量化やコスト低減が困難である。

また、特許文献 1 (図9 A 及び図9 B参照）に示されているように、配線

基板の両面に配線を分けて配置し、それぞれの面に設けられた駆動回路に接

続することも考えられるが、配線基板の両面に駆動回路を設けると、インク

ジエツ卜へッドの製造が困難であり、インクジエツ卜へッドの厚みも増すた

め、軽量化やコスト低減が困難である。

[0007] そこで、本発明は、上記課題を解決するためになされたものであり、簡易

な構成で配線基板のスペースを有効活用してコスト低減を図り、ノズルをよ

り高密度に配置することができると共に、配線の信頼性も向上させることが

できるインクジエツ卜へッドを提供することを目的とする。

課題を解決するための手段
[0008] 請求項 1 に記載の発明は、

インクを吐出する複数のノズルと、各ノズルに対応して個別に連通される

圧力室と、各圧力室に対応して個別に設けられ、圧力室内のインクをノズル

から吐出させるための力を付与するァクチユエ一夕とを有し、個々のノズル

及びこれに各々対応する圧力室とァクチユエ一夕との組が二次元配列状に配

置され、

各ァクチユエ一夕に対応して個別に接続される配線と、各配線に対応して

個別に接続される貫通ビアと、各圧力室に対応して個別にインクを供給する

インク流路とを有する配線基板と、

前記個々のノズル及びこれに各々対応する圧力室とァクチユエ一夕との組

が二次元配列状に配置された配置領域外に設けられ、各配線を駆動部に接続



する接続部 と、 を備 えるイ ンクジエツ 卜へ ッ ドにおいて、

ノズル は、 M個 （M は 2 以上の整数）が直線状 に並べ られ ると共 に、 これ

が N 列 （N は 2 以上の整数） にわた つて設 け られ、

N 個 の ノズル列の うち、任意の n 個 （1 n < N ) の ノズル列の ノズル に

対応する貫通 ビアが前記配置領域 内に設 け られ、前記任意の n 個以外の ノズ

ル列の ノズル に対応する貫通 ビアが前記配置領域外 に設 け られていることを

特徴 とする。

[0009] 請求項 2 に記載 の発明は、請求項 1 に記載 のイ ンクジェッ トヘ ッ ドにおい

て、

前記 N は 2 以上の偶数 であ り、

第 1 列か ら第 （N / 2 ) 列の ノズル に対応する貫通 ビアに接続 され る配線

は、第 1 列側 の前記配置領域外 に向けて引 き出され、 かつ、第 （N / 2 ) +

列か ら第 N 列の ノズル に対応する貫通 ビアに接続 され る配線 は、第 N 列側

の前記配置領域外 に向けて引 き出され、

第 1 列か ら第 （N 2 ) 列の ノズルの うち、任意の a 個 （1 a < N 2

) の ノズル に対応する貫通 ビアが前記配置領域外 に設 け られ、第 （N 2 )

+ 1 列か ら第 N 列の ノズルの うち、任意の b 個 （1 b < N / 2 ) の ノズル

に対応する貫通 ビアが前記配置領域外 に設 け られていることを特徴 とする。

[001 0] 請求項 3 に記載 の発明は、請求項 2 に記載 のイ ンクジェッ トヘ ッ ドにおい

て、

前記 a 個 の ノズル に対応する貫通 ビアは、第 1 列側 の前記配置領域外 に設

け られ、前記 b 個 の ノズル に対応する貫通 ビアは、第 N 列側 の前記配置領域

外 に設 け られていることを特徴 とする。

[001 1] 請求項 4 に記載 の発明は、請求項 2 又 は 3 に記載 のイ ンクジェッ トヘ ッ ド

において、

前記接続部 は、前記配線基板 の一方の面 における第 1 列側 の前記配置領域

外 に設 け られた第 1 の接続部 と、第 N 列側 の前記配置領域外 に設 け られた第

2 の接続部 とを有 し、



第 1 列か ら第 （N / 2 ) 列 の ノズル に対応する貫通 ビアに接続 され る配線

は、前記第 1 の接続部 に接続 され、

第 （N Z 2 ) + 1 列か ら第 N 列の ノズル に対応する貫通 ビアに接続 され る

配線 は、前記第 2 の接続部 に接続 されていることを特徴 とする。

[001 2] 請 求項 5 に記載 の発明は、請求項 4 に記載 のイ ンクジェッ トヘ ッ ドにおい

て、

前記 a 個 の ノズル に対応する貫通 ビアは、前記配置領域 との間で前記第 1

の接続部 を挟 んで前記第 1 の接続部 よ りも外側 に配置 され、

前記 b 個 の ノズル に対応する貫通 ビアは、前記配置領域 との間で前記第 2

の接続部 を挟 んで前記第 2 の接続部 よ りも外側 に配置 されていることを特徴

とする。

[001 3] 請 求項 6 に記載 の発明は、請求項 1 〜 5 のいずれか一項 に記載 のイ ンクジ

ェッ 卜へ ッ ドにおいて、

前記配置領域 内に設 け られた貫通 ビアの数 と前記配置領域外 に設 け られた

貫通 ビアの数 とが等 しい ことを特徴 とする。

[0014] 請 求項 7 に記載 の発明は、請求項 1 〜 5 のいずれか一項 に記載 のイ ンクジ

ェッ 卜へ ッ ドにおいて、

前記配置領域 内に設 け られた貫通 ビァの数 は、前記配置領域外 に設 け られ

た貫通 ビアの数 よ りも多い ことを特徴 とする。

[001 5] 請 求項 8 に記載 の発明は、請求項 1 〜 7 のいずれか一項 に記載 のイ ンクジ

ェッ 卜へ ッ ドにおいて、

前記配線基板 における前記接続部 が設 け られている面 と反対側 の面 には、

前記 イ ンク流路 を前記圧力室 に連通 させ る連通路 が形成 された接合部材が設

け られ、

前記配置領域外の貫通 ビアに接続 され る配線 は、前記配線基板 と前記接合

部材 との接合部以外の位置 に配置 されていることを特徴 とする。

発明の効果

[001 6] 請 求項 1 に記載 の発明によれば、 ノズル に対応する貫通 ビアは、配置領域



内と配置領域外とに分けられて配置されているため、全ての貫通 ビアに接続

された配線をインク流路間に通す必要がな くなる。 これにより、最も配線が

密になる第 1 列及び第 N 列のノズルに対応するインク流路間に配置する配線

を減 らすことができ、配線幅、配線同士の間隔を広げることができる。よつ

て、 ノズルを高密度に配置することができると共に、配線の信頼性を向上さ

せることができる。

また、貫通 ビアを介 して配線基板の一方の面に配線を集結させることがで

きるので、接続部を配線基板の一方の面に設けるだけでよい。 これにより、

配線基板を多層にする必要もな く、接続部も配線基板の両面に設ける必要も

な くなり、簡易な構成で配線基板のスペースを有効活用 してコス 卜低減を図

ることができる。

[001 7 ] 請求項 2 に記載の発明によれば、全ての配線を第 1 列側 と第 N 列側 とに分

けて引き出すことで、最も配線が密になる第 1 列及び第 N 列のノズルに対応

するインク流路間に配置する配線を減 らすことができ、配線幅、配線同士の

間隔を広げることができる。

さらに、引き出す方向が二つに分けられたそれぞれの配線の束を、配線領

域内の貫通 ビアに接続する配線 と配線領域外の貫通 ビアに接続する配線 とに

分けることができるので、第 1 列及び第 N 列のノズルに対応するインク流路

間に配置する配線をさらに減 らすことができ、配線幅、配線同士の間隔をさ

らに広げることができる。

[001 8 ] 請求項 3 に記載の発明によれば、配線領域外に設けられる貫通 ビアを第 1

列側 と第 N 列側 という配置領域から見て相反する方向に離 して配置すること

により、配線スペースを有効利用することができ、配線幅、配線同士の間隔

を広げることができる。

[001 9] 請求項 4 に記載の発明によれば、第 1 列側に引き出される配線を第 1 列側

の第 1 の接続部に接続 し、第 N 列側に引き出される配線を第 N 列側の第 2 の

接続部に接続 しているので、各貫通 ビアから接続する接続部までの距離を短

くすることができ、配線を短 くすることができる。



[0020] 請求項 5 に記載の発明によれば、二次元配置領域と貫通ビアとの間に接続

部が配置されることになるので、接続部の両側から配線を接続部に接続する

ことができる。これにより、接続部まわりの配線幅、配線同士の間隔を広げ

ることができ、配線スぺ一スを有効利用することができる。

[0021 ] 請求項 6 に記載の発明によれば、一方の配線幅、配線同士の間隔だけが狭

くなるようなことがなくなるので、配線幅、配線同士の間隔を広げることが

でき、配線スぺ一スを有効利用することができる。

[0022] 請求項 7 に記載の発明によれば、配線基板のうち、圧電素子が設けられる

側の面には、圧力室にインクを供給するためのインク流路が設けられている

ため、配線はかかるインク流路を避けて配置する必要があり、配線スペース

も他方の面に比べて狭くなる。

ここで、インク流路が設けられている面には、配置領域外に設けられた貫

通ビアに接続する配線が配置されるので、インク流路が設けられている面の

配線数を配置領域内に設けられた貫通ビアに接続する配線数よりも少なくす

ることができる。これにより、配線基板の両面の配線の配線幅、配線同士の

間隔のバランスを良くすることができる。

[0023] 請求項 8 に記載の発明によれば、配置領域外の貫通ビアに接続される配線

を、配線基板と接合部材との接合部以外の位置に配置することで、接合部材

と配線基板との接合強度の低下を防止することができる。

図面の簡単な説明

[0024] [ 図1] インクジエツ卜記録装置の要部を示す模式図である。

[図2] インクジエツ卜へッドの斜視図である。

[図3] インクジエツ卜へッドの縦断面図である。

[図4] 図 3 において圧電素子の周囲を拡大視 した図である。

[図5]圧力室、インク流路、圧電素子の位置関係を示 した図である。

[図6A]第 1 の実施形態におけるノズル、圧力室、貫通ビア、第 2 の配線、接

続部の配置を示 した図であり、配線基板の上面の配線の配置を示す図である



[ 図 6B] 第 1 の実施形態 におけるノズル、圧力室、貫通 ビア、第 2 の配線、接

続部の配置 を示 した図であ り、配線基板の下面の配線の配置 を示す図である

[ 図7 ] 第 1 の実施形態 における配線基板の断面図である。

[ 図8A] 第 2 の実施形態 におけるノズル、圧力室、貫通 ビア、第 2 の配線、接

続部の配置 を示 した図であ り、配線基板の上面の配線の配置 を示す図である

[ 図8B] 第 2 の実施形態 におけるノズル、圧力室、貫通 ビア、第 2 の配線、接

続部の配置 を示 した図であ り、配線基板の下面の配線の配置 を示す図である

[ 図 9A] 第 3 の実施形態 におけるノズル、圧力室、貫通 ビア、第 2 の配線、接

続部の配置 を示 した図であ り、配線基板の上面の配線の配置 を示す図である

[ 図 9B] 第 3 の実施形態 におけるノズル、圧力室、貫通 ビア、第 2 の配線、接

続部の配置 を示 した図であ り、配線基板の下面の配線の配置 を示す図である

[ 図 10A] 第 4 の実施形態 におけるノズル、圧力室、貫通 ビア、第 2 の配線、接

続部の配置 を示 した図であ り、配線基板の上面の配線の配置 を示す図である

[ 図 10B] 第 4 の実施形態 におけるノズル、圧力室、貫通 ビア、第 2 の配線、接

続部の配置 を示 した図であ り、配線基板の下面の配線の配置 を示す図である

[ 図 11] イ ンク流路 に隣接する配線 について説明するための図である。

[ 図 12 ] ノズル密度、 ノズル列数、配線の配置 を変えた場合 における 1 本の配

線あた りに確保で きるスペースを比較 した表 を示す図である。

[ 図 13A] 従来のインクジエツ 卜へ ッ ドの配線基板 を上面か ら見た図である。

[ 図 13B] 従来のインクジエツ 卜へ ッ ドの配線基板の下面 を上面側か ら見た透視

図である。



[ 図14]従来のインクジエツ卜へッドの配線基板近傍の断面図である。

発明を実施するための最良の形態

[0025] 以下、図面を参照 して、インクジェットヘッドについて説明する。本発明

に係るインクジエツ卜へッドは、インクジエツ卜記録装置に備えられている

[第 1 の実施形態]

< インクジエツ卜記録装置>

図 1 は、インクジエツ卜記録装置 1 の要部を示す模式図である。

図 1 に示すように、インクジェット記録装置 1 は、記録媒体 P を矢印Y の

方向 （以下、搬送方向Y という）へ搬送する搬送部 2 を備えている。記録媒

体 P としては、紙や布帛のほか、インク吸収性の無いプラスチックフイルム

や金属類等を用いることが可能であり、特に限定されない。なお、ここでの

紙とは、インク吸収性を有するインクジエツ卜プリンタ専用紙は勿論のこと

、インク吸収性の弱いコ一 卜紙ゃァ一 卜紙、及び普通紙を含むものである。

搬送部 2 の上方には、搬送部 2 上の記録媒体 Pへインク滴 D を吐出するィ

ン ウ ジ エ ツ 卜へッド3 が配設されている。このインクジエツ卜へッド3 には

、インク滴 D を吐出する複数のノズル 1 1 が、図中のX 方向及びY 方向に配

列されている （図 2 参照）。

搬送部 2 、インクジェットヘッド3 は、制御部 5 に接続されており、この

制御部 5 により制御される。

図 2 は、インクジェットヘッド3 の斜視図である。

この図に示すように、インクジエツ卜へッド3 はその下端にインク滴 D を

吐出する複数のノズル 1 1 が形成されたノズルプレー ト2 0 を備えている。

[0026] < インクジエツ卜へッドの構成>

図 3 は、インクジェットヘッドの縦断面図であり、図4 は、図 3 において

圧電素子の周囲を拡大視 した図である。

インクジェットヘッド3 は、ノズルプレー ト2 0 、中間プレー ト3 0 、圧

力室プレー ト4 0 の 3 枚の基板が積層されて構成されているへッド基板 1 5



0 と、 配線 基板 8 0 と、 へ ッ ド基板 1 5 0 と配線 基板 8 0 とを接 続 す る部 材

とが積 層 され て構 成 され て い る。

[0027] ( ノズル プ レー ト）

図 3 ， 図 4 に示 す よ うに、 イ ンクジ ェ ッ トヘ ッ ド3 は、 イ ンクを吐 出す る

複 数 の ノズル 1 1 が形 成 され た ノズル 基板 と して の ノズル プ レー ト2 0 を備

えて い る。 ノズル プ レー ト2 0 は、 ノズル 1 1 か らイ ンクを下方 に吐 出す る

際 にイ ンクジ エ ツ 卜へ ッ ド3 の最 下層 に位 置 す る。 ノズル プ レー ト2 0 は、

シ リコ ンを基 材 と して お り、 ドライエ ッチ ングに よ り、 イ ンク流路 1 2 及 び

ノズル 1 1 が形 成 され て い る。

[0028] ( 中 間 プ レー ト）

中間 プ レー ト3 0 は、 ガ ラスで構 成 され た基板 で あ り、 ノズル 1 1 へ 通 じ

るイ ンク流路 3 1 と、 後 で説 明 す る、 圧 力室 プ レー ト4 0 に設 け られ た圧 力

室 4 とイ ンク流路 4 2 を接 続 す るイ ンク流路 3 2 とが形 成 され て い る。 ィ

ンク流路 3 ， 3 2 を形 成 す る方 法 の一例 と して は、 サ ン ドプラス 卜法 が挙

げ られ る。

中間 プ レー ト3 0 は、 ノズル プ レー ト2 0 と接 合 され て い る。 接 合 の方 法

と して は、 陽極 接 合 を挙 げ る こ とが で きる。 こ こで、 陽極 接 合 とは、 中間 プ

レ一 卜3 0 を加 熱 （300°C~500 °C ) し、 ノズル プ レー ト2 0 と中間 プ レー ト

3 0 との 間 に電圧 を印加 し、 静 電 引力 に よ り両者 を接 合 す る方 法 で あ る。 陽

極 接 合 を用 い る こ とに よ り、 両者 を接 着 す るため の接 着 剤 が不 要 とな り、 ィ

ンク溶 剤 に よ る耐 久性 劣 化 の恐 れ が な く、 信 頼 性 を高 め る こ とが で きる。

イ ンク流路 3 は、 中間 プ レー 卜3 0 を ノズル プ レー 卜2 0 に積 層 した際

に、 イ ンク流路 1 2 に連 通 す る位 置 に形 成 され て い る。

[0029] (圧 力 室 プ レー ト）

圧 力室 プ レー ト4 0 は、 シ リコ ン基板 で構 成 され て お り、 各 ノズル 1 1 に

対 応 して個 別 に設 け られ た圧 力室 4 と、 圧 力室 4 へ の イ ンク流路 とな る

イ ン レッ ト （絞 り流路 ） 4 2 とが形 成 され て い る。 圧 力室 4 1 及 び ィ ン レツ

卜4 2 を形 成 す る方 法 の一例 と して は、 ドライエ ッチ ングが挙 げ られ る。



圧 力室 プ レー ト4 0 は、 ガ ラス基板 で あ る中間 プ レー 卜3 0 と陽極 接 合 に

よ り接 合 され て い る。 接 合 に際 して は、 圧 力室 4 1 が 中間 プ レー ト3 0 に形

成 され た イ ンク流路 3 と連 通 す る よ うに位 置 合 わ せ が な され て い る。 こ こ

で の陽極 接 合 も上 記 中間 プ レー ト3 0 の接 合 と同 じ方 法 で あ る。 圧 力室 プ レ

— 卜4 0 には、 ノズル 1 1 か ら吐 出す るイ ンクを貯 留 す る圧 力室 4 1 が圧 力

室 プ レー 卜4 0 の厚 さ方 向 に貫 通 す る よ うに形 成 され て い る。

[0030] 圧 力室 プ レー ト4 0 には、 圧 力室 4 1 へ の イ ンク流路 とな るイ ン レッ ト （

絞 り流路 ） 4 2 が 当該 圧 力室 プ レ一 卜4 0 の厚 さ方 向 に貫 通 す る よ うに形 成

され て い る。 イ ン レッ ト4 2 は、 ドライエ ッチ ングに よ り、 他 の イ ンク流路

よ り細 くな る よ うに形 成 され て い る。 この こ とに よ り、 流路 抵 抗 をイ ン レツ

卜4 2 で規 定 す る こ とにな り、 所望 の 吐 出特 性 （液 滴 径 、 吐 出周 波数 等 ） を

実現 す る こ とが可 能 とな る。

圧 力室 4 1 とイ ン レッ ト4 2 は、 圧 力室 プ レー ト4 0 にお いて は互 い に独

立 す る よ うに形 成 され て い るが、 中間 プ レー ト3 0 に圧 力室 プ レー ト4 0 を

積 層 した際 に、 中間 プ レー 卜3 0 に形 成 され た イ ンク流路 3 を介 して連 通

され る。 従 って、 イ ンクは、 イ ン レッ ト4 2 、 イ ンク流路 3 2 を通 って圧 力

室 4 に貯 留 され る。

[0031 ] (振 動板 ）

圧 力室 プ レー ト4 0 には、 振 動板 5 0 が設 け られ て い る。 振 動板 5 0 は、

イ ン レッ ト4 2 を回避 しつ つ、 圧 力室 4 の 開 口を覆 うよ うに圧 力室 プ レー

卜4 0 に設 け られ て い る。 す なわ ち、 振 動板 5 0 は、 圧 力室 4 1 の一壁部 を

構 成 して い る。

振 動板 5 0 は、 薄板 状 に形 成 され て お り、 厚 さ方 向へ の変位 （弾性 変形 ）

に よ り圧 力室 4 内の圧 力 を変 化 させ る こ とが で きる。

[0032] (圧 電素 子 ）

図 5 は、 圧 力室 4 1 、 後 述 す るイ ンク流路 8 8 、 圧 電素 子 6 0 の位 置 関係

を示 した 図 で あ る。

図 4 、 図 5 に示 す よ うに、 振 動板 5 0 には、 当該振 動板 5 0 を挟 ん で圧 力



室 4 に対 向す る位置 に圧電素子 6 0 が設 け られている。

圧電素子 6 0 は、 P Z T ( Lead z i rconate t i tanate) か らな るァクチ ユエ一

タであ り、各圧力室 4 1 に対 して個別 に設 け られ、圧力室 4 1 のイ ンクを ノ

ズル 1 1 か ら吐出させ るための力 を付与 す るものであ る。

圧電素子 6 0 は、上面側 及び下面側 か ら二つの電極 6 1 ， 6 2 によ り挟 ま

れ、 下面側 の電極 6 1 が振動板 5 0 上 に設 け られている。圧電素子 6 0 及び

電極 6 1 ， 6 2 は、振動板 5 0 にエ ツチ ング等 の方法 でパ ターニ ング形成 す

る ことによ り設 け られている。

電極 6 1 ， 6 2 に電圧 を印加 す る と、 電極 6 1 ， 6 2 に挟 まれた圧電素子

6 0 が橈 み変形 し、圧電素子 6 0 の変形 によ り振動板 5 0 も橈 み変形 す る。

この振動板 5 0 の動作 によ り、圧力室 4 内のイ ンクが ノズル か らイ ンク滴

D (図 1 参照） と して吐出され る。

(接合部材）

振動板 5 0 には、絶縁層 と しての接合部材 7 0 が設 け られてお り、接合部

材 7 0 を介 して、圧力室 プ レー ト4 0 が配線基板 8 0 と接合 されている。

接合部材 7 0 は、樹脂 で形成 されてお り、圧力室 プ レ一 卜4 0 に形成 され

たイ ン レッ ト4 2 と、後 で説 明す る、配線基板 8 0 に設 け られたイ ンク流路

8 8 とを連通 す るよ うに してイ ンク流路 7 2 (連通路 ）が形成 された柱状部

材 と して構成 されている。

接合部材 7 0 には、 当該振動板 5 0 を挟 んで圧力室 4 に対 向す る位置 に

圧電素子 6 0 及び電極 6 1 ， 6 2 を収容 す る空 間 7 が接合部材 7 0 の厚 さ

方 向 に貫通 す るよ うに形成 されている。空 間 7 1 は、各圧電素子 6 0 を個別

に収容 す るよ うに複数形成 されている。

接合部材 7 0 には、空 間 7 1 とは独立 してイ ンク流路 7 2 が接合部材 7 0

の厚 さ方 向 に貫通 す るよ うに形成 されている。

接合部材 7 0 は、 イ ンクジ ェ ッ トヘ ッ ド3 における、 ノズル 1 1 、圧力室

4 、圧電素子 6 0 等 が二次元配列状 に配置 された二次元配置領域 よ り外側

の領域 においては、領域 のほぼ全面 に存在 し、圧力室 プ レ一 卜4 0 と配線基



板 8 0 を接合 している。

[0034] (配線基板）

接合部材 7 0 には、配線基板 8 0 が積層され、接合されている。配線基板

8 0 は、シリコンを基材としている。

配線基板 8 0 の下面には、 2 層の酸化シリコンの絶縁層 8 2 ，8 3 が形成

され、上面には、同じく酸化シリコンの絶縁層 8 4 が形成されている。絶縁

層 8 2 ，8 3 のうち、下方に位置する絶縁層 8 3 は、接合部材 7 0 の上面に

当接 し、接合されている。

配線基板 8 0 には、電極 6 2 に駆動電圧を印加 して圧電素子 6 0 を変位さ

せるために貫通ビア8 5 (貫通電極）を通す電極用貫通孔 （スルーホール）

8 6 が配線基板 8 0 の厚さ方向に形成されている。貫通ビア8 5 の下端には

、水平方向に延在する第 1の配線 8 7 の一端が接続されており、この第 1の

配線 8 7 の他端には、圧電素子 6 0 上面の電極 6 2 に設けられたスタツドバ

ンプ6 3 が、空間 7 1 内に露出した半田6 4 を介 して接続されている。第 1

の配線 8 7 は、配線基板 8 0 の下面の2 層の絶縁層 8 2 ，8 3 によって挟ま

れて保護されている。第 1の配線 8 7 は、例えば、アルミニウムや銅等の導

電性の高い材料から形成されている。

[0035] 配線基板 8 0 の上下両面に設けられた絶縁層 8 2 ，8 3 ，8 4 は、第 1の

配線 8 7 及び第 2 の配線 9 と、配線基板 8 0 そのものを絶縁するために設

けられている。

配線基板 8 0 の上面には、絶縁層 8 4 を挟んで第 2 の配線 9 1 が設けられ

、第 2 の配線 9 には保護層 9 0 が設けられている。第 2 の配線 9 は、例

えば、アルミニウムや銅等の導電性の高い材料から形成されている。

保護層 9 0 は、上方の共通インク室 1 0 0 の壁面を構成する部材を積層、

接合する感光性の接着剤であるとともに、第 2 の配線 9 を保護する保護層

となっている。第 2 の配線 9 1 は、水平方向に延在されて、一端が貫通ビア

8 5 の上端に接続されるとともに、他端が駆動回路への接続部 1 1 0 ， 1 1

(図 6 A 及び図6 B参照）に接続されている。各配線 8 7 ，9 1 は、圧電



素子 6 0 に対応 して個別に接続され、貫通ビア8 5 は、第 1 の配線 8 7 と第

2 の配線 9 を接続するものである。接続部 1 1 0 ， 1 1 1 は、配線基板 8

0 の上面側に設けられている。

配線基板 8 0 には、インクを圧力室 4 に導 くためのインク流路 8 8 が配

線基板 8 0 の厚さ方向に貫通するように形成されている。インク流路 8 8 は

、接合部材 7 0 に配線基板 8 0 を積層 した際に、インク流路 7 2 に連通する

ように形成されている。

[0036] (保護層）

配線基板 8 0 の上面 （接合部材 7 0 が設けられた面の反対側）には、絶縁

層としての保護層 9 0 が設けられており、配線基板 8 0 上面に設けられてい

る第 2 の配線 9 を保護 している。

保護層 9 0 には、インクを圧力室 4 に導 くためのインク流路 9 2 が保護

層 9 0 の厚さ方向に貫通するように形成されている。インク流路 9 2 は、配

線基板 8 0 に保護層 9 0 を積層 した際に、配線基板 8 0 に形成されているィ

ンク流路 8 8 に連通するように形成されている。

[0037] (共通インク室）

配線基板 8 0 の上面には、保護層 9 0 を介 して共通インク室 1 0 0 が設け

られている。共通インク室 1 0 0 の壁面を構成する部材は、接着剤などの固

定手段により配線基板 8 0 に接合されている。

共通インク室 1 0 0 は、各層におけるインク流路を介 して圧力室 4 1 に連

通されている。共通インク室 1 0 0 は、全ての圧力室 4 にインク流路を介

して連通されており、全ての圧力室 4 にインクを供給することができるよ

うに形成されている。

[0038] < 配線について>

ここで、各配線 8 7 ， 9 1、貫通ビア8 5 、接続部 1 1 0 ， 1 1 1 の配置

について説明する。なお、図 6 A 及び図 6 B は紙面の制約上、横向きに描い

ているため、以下の説明においては、図 6 A 及び図 6 B の紙面に対 して右側

から見て説明する。すなわち、図 6 A 及び図 6 B の紙面を正面から見て、左



側を上側、右側を下側、上側を右側、下側を左側として説明する。

図 6 A 及び図 6 B は、配線の配置を説明する図であり、このうち図 6 A は

配線基板 8 0 の上面の配線の配置を示す図、図 6 B は配線基板 8 0 の下面の

配線の配置を示す図である。なお、ノズルや圧力室は実際にはヘッド基板 1

5 0 の異なる層に設けられているものであるが、各構成の配置を明確にする

ために図 6 A 及び図 6 B ではノズル 1 1以外は全て実線で描いている。図 7

は、各配線の配置を説明する配線基板 8 0 及びヘッド基板 1 5 0 の断面図で

ある。

図 6 A 及び図 6 B に示すように、ノズル 1 1 は、ヘッド基板 1 5 0 の最下

層においてX 方向にN個 （Nは 2 以上の偶数）並設されてノズル列を構成 し

ており、このノズル列がY 方向にM行 （M は 2 以上の整数）にわたつて並設

されている。すなわち、ノズル 1 1 は、M X N個形成されている。また、各

ノズル列は、 Y 方向に少 しずつ位置がずれるように配置されている。すなわ

ち、ノズル 1 1 は、二次元配列状に配置されており、各ノズル 1 1 に対応す

る位置に設けられている圧力室 4 1、圧電素子 6 0 も二次元配列状に配置さ

れていることになる。以下、ノズル 1 1等が二次元配列状に配置されている

配置領域を二次元配置領域 R とする。

[0039] 第 1 の接続部 1 1 0 は、インクジエツ卜へッド3 のX 方向の一端部 （図 6

A 及び図 6 B の左側）に設けられ、第 2 の接続部 1 1 1 は、インクジェット

ヘッド3 のX 方向の他端部 （図 6 A 及び図 6 B の右側）に設けられている。

二つの接続部 1 1 0 ， 1 1 1 は、ノズル 1 1、圧力室 4 1、圧電素子 6 0 が

二次元配列状に配置された二次元配置領域 Rの外側に設けられている。

[0040] 図 6 A 及び図 6 B において、最も左側 （第 1 の接続部側）のノズル列を第

1列、最も右側 （第 2 の接続部側）のノズル列を第N列とし、最も上側のノ

ズル行を第 1行、最も下側のノズル行を第M行とした場合、第 1列から第 （

N / 2 ) 列までのノズル 1 1 に対応する配線 8 7 ， 9 1 は第 1 の接続部 1 1

0 に接続され、第 （NZ 2 ) + 1 列から第 N列までのノズル 1 1 に対応する

配線 8 7 ， 9 1 は第 2 の接続部 1 1 1 に接続されている。以下、ノズル列は



N = 1 6 列あるものとし、左半分のノズル列 （第 1 列から第 8 列）の配線 8

7 ， 9 1 が第 1 の接続部 1 1 0 に接続され、右半分のノズル列 （第 9 列から

第 1 6 列）の配線 8 7 ， 9 が第 2 の接続部 1 1 1 に接続されているものと

する。

[0041 ] (第 1 列から第 8 列のノズルに対応する配線）

第 1 列から第 8 列までのノズル 1 1 に対応する貫通 ビア 8 5 のうち、第 1

列から第 4 列までのノズル 1 1 に対応する貫通 ビア 8 5 a は、ノズル列の第

1 列側の二次元配置領域 R外に設けられている。より詳細には、第 1 列から

第 4 列までのノズル 1 1 に対応する貫通 ビア 8 5 a は、配線基板 8 0 におけ

る二次元配置領域 R との間で第 1 の接続部 1 1 0 を挟んで当該第 1 の接続部

0 よりも外側に配置されている。

第 1 列から第 8 列までのノズル 1 1 に対応する貫通 ビア 8 5 のうち、第 5

列から第 8 列までのノズル 1 1 に対応する貫通 ビア 8 5 b は、二次元配置領

域 R内に設けられている。より詳細には、第 5 列から第 8 列までのノズル 1

に対応する貫通 ビア 8 5 b は、配線基板 8 0 における圧電素子 6 0 の上方

に配置されている。

第 5 列から第 8 列までの各ノズル 1 1 に対応するインク流路 8 8 は、各ノ

ズル 1 1 に対応する貫通 ビア 8 5 b よりも第 1 の接続部 1 1 0 (言い換える

と第 1 列側）に近い位置に配置されている。すなわち、図 6 A 及び図 6 B に

おいては、インク流路 8 8 が貫通 ビア 8 5 b よりも左側、言い換えると、ィ

ンク流路 8 8 が貫通 ビア 8 5 b と第 1 の接続部 1 1 0 との間に配置されてい

る。

[0042] 図 6 B、図 7 に示すように、第 1 列から第 4 列までのノズル 1 1 に対応す

る第 1 の配線 8 7 a は、配線基板 8 0 の下面に配置されている。第 1 の配線

8 7 a は、一端が圧電素子 6 0 に接続され、他端が貫通 ビア 8 5 a の下端に

接続されている。

図 6 A 、図 7 に示すように、第 1 列から第 4 列までのノズル 1 1 に対応す

る第 2 の配線 9 1 a は、配線基板 8 0 の上面に配置されている。第 2 の配線



9 1 a は、一端が貫通ビア8 5 a の上端に接続され、他端が二次元配置領域

Rに対 して第 1 の接続部 1 1 0 よりも外側から当該第 1 の接続部 1 1 0 に接

続されている。

すなわち、第 1列から第4 列までの配線は、圧電素子 6 0 から二次元配置

領域 R外の第 1 の接続部 1 1 0 (言い換えると第 1列側）に向けて二次元配

置領域 R外に引き出され、貫通ビア8 5 a で折り返されて第 1 の接続部 1 1

0 に接続されている。

[0043] 第 1行の第 1列から第4 列までのノズル 1 1 に対応する第 1 の配線 8 7 a

は、第 1行のノズル 1 1 に対応する接合部材 7 0 と第 2 行のノズル 1 1 に対

応する接合部材 7 0 との間 （図 6 B のA B 間）を通って第 1 の接続部 1 1 0

に接続されている。第 2 行から第 （M — 1 ) 行までの他の行のノズルに対応

する配線についても、下側に隣接する接合部材 7 0 間を通って第 1 の接続部

0 に接続されている。また、第M行のノズルに対応する配線は、下側に

隣接する領域を通って第 1 の接続部 1 1 0 に接続されている。

すなわち、配線基板 8 0 の下面において貫通ビア8 5 a に接続される第 1

の配線 8 7 a は、配線基板 8 0 の下面側と接合部材 7 0 との接合部以外の位

置に配置されている。

[0044] 前述のように、第 1列から第 8 列までのノズル 1 1 に対応する貫通ビア8

5 のうち、第 5 列から第 8 列までのノズル 1 1 に対応する貫通ビア8 5 b は

、二次元配置領域 R内に設けられている。より詳細には、第 5 列から第 8 列

までのノズル 1 1 に対応する貫通ビア8 5 b は、配線基板 8 0 における圧電

素子 6 0 の上方に配置されている。

[0045] 図 7 に示すように、第 5 列から第 8 列までのノズル 1 1 に対応する第 1 の

配線 8 7 b は、配線基板 8 0 の下面に配置されている。第 1 の配線 8 7 b は

、一端が圧電素子 6 0 に接続され、他端が貫通ビア8 5 b の下端に接続され

ている。

図 6 A 、図 7 に示すように、第 5 列から第 8 列までのノズル 1 1 に対応す

る第 2 の配線 9 1 b は、配線基板 8 0 の上面に配置されている。第 2 の配線



9 1 b は、一端が貫通ビア8 5 b の上端に接続され、他端が第 1 の接続部 1

0 に接続されている。

すなわち、第 5 列から第 8 列までの配線は、圧電素子 6 0 の上方において

貫通ビア8 5 b から配線基板 8 0 の上面に導かれ、二次元配置領域 R外の第

1 の接続部 1 1 0 (言い換えると第 1列側）に向けて二次元配置領域 R外に

引き出されて第 1 の接続部 1 1 0 に接続されている。

[0046] 第 1行の第 5 列から第 8 列までのノズル 1 1 に対応する第 2 の配線 9 1 b

は、第 1行のノズル 1 1 に対応するインク流路 8 8 と第 2 行のノズル 1 1 に

対応するインク流路 8 8 との間 （図 6 A のA B 間）を通って第 1 の接続部 1

0 に接続されている。第 2 行から第 （M — 1 ) 行までの他の行のノズルに

対応する配線についても、下側に隣接するインク流路 8 8 間を通って第 1 の

接続部 1 1 0 に接続されている。また、第M行のノズルに対応する配線は、

下側に隣接する領域を通って第 1 の接続部 1 1 0 に接続されている。

[0047] (第 9 列から第 1 6 列のノズルに対応する配線）

第 9 列から第 1 6 列までのノズル 1 1 に対応する貫通ビア8 5 のうち、第

9 列から第 1 2 列までのノズル 1 1 に対応する貫通ビア8 5 c は、ノズル列

の第 1 6 列側の二次元配置領域 R外に設けられている。より詳細には、第 9

列から第 1 2 列までのノズル 1 1 に対応する貫通ビア8 5 c は、配線基板 8

0 における二次元配置領域 R との間で第 2 の接続部 1 1 1 を挟んで当該第 2

の接続部 1 1 1 よりも外側に配置されている。

第 9 列から第 1 6 列までのノズル 1 1 に対応する貫通ビア8 5 のうち、第

3 列から第 1 6 列までのノズル 1 1 に対応する貫通ビア8 5 d は、二次元

配置領域 R内に設けられている。より詳細には、第 1 3 列から第 1 6 列まで

のノズル 1 1 に対応する貫通ビア8 5 d は、配線基板 8 0 における圧電素子

6 0 の上方に配置されている。

第 1 3 列から第 1 6 列までの各ノズル 1 1 に対応する貫通ビア8 5 d は、

各ノズル 1 1 に対応するインク流路 8 8 よりも第 2 の接続部 1 1 1 (言い換

えると第 1 6 列側）に近い位置に配置されている。すなわち、図 6 A 及び図



6 B においては、貫通ビア8 5 d がインク流路 8 8 よりも右側、言い換える

と、貫通ビア8 5 d がインク流路 8 8 と第 2 の接続部 1 1 1 との間に配置さ

れている。

[0048] 図 6 B に示すように、第 9 列から第 1 2 列までのノズル 1 1 に対応する第

の配線 8 7 c は、配線基板 8 0 の下面に配置されている。第 1 の配線 8 7

c は、一端が圧電素子 6 0 に接続され、他端が貫通ビア8 5 c の下端に接続

されている。

図 6 A に示すように、第 9 列から第 1 2 列までのノズル 1 1 に対応する第

2 の配線 9 c は、配線基板 8 0 の上面に配置されている。第 2 の配線 9

c は、一端が貫通ビア8 5 c の上端に接続され、他端が二次元配置領域 尺に

対 して第 2 の接続部 1 1 1 よりも外側から当該第 2 の接続部 1 1 1 に接続さ

れている。

すなわち、第 9 列から第 1 2 列までの配線は、圧電素子 6 0 から二次元配

置領域 R外の第 2 の接続部 1 1 1 (言い換えると第 1 6 列側）に向けて二次

元配置領域 R外に引き出され、貫通ビア8 5 c で折り返されて第 2 の接続部

に接続されている。

[0049] 第 1行の第 9 列から第 1 2 列までのノズル 1 1 に対応する第 1 の配線 8 7

c は、第 1行のノズル 1 1 に対応する接合部材 7 0 と第 2 行のノズル 1 1 に

対応する接合部材 7 0 との間 （図 6 A 及び図 6 B のC D間）を通って第 2 の

接続部 1 1 1 に接続されている。第 2 行から第 （M — 1 ) 行までの他の行の

ノズルに対応する配線についても、下側に隣接する接合部材 7 0 間を通って

第 2 の接続部 1 1 1 に接続されている。また、第M行のノズルに対応する配

線は、下側に隣接する領域を通って第 2 の接続部 1 1 1 に接続されている。

すなわち、配線基板 8 0 の下面において貫通ビア8 5 c に接続される第 1

の配線 8 7 c は、配線基板 8 0 の下面側と接合部材 7 0 との接合部以外の位

置に配置されている。

[0050] 前述のように、第 9 列から第 1 6 列までのノズル 1 1 に対応する貫通ビア

のうち、第 1 3 列から第 1 6 列までのノズル 1 1 に対応する貫通ビア8 5 d



は、二次元配置領域 R 内に設けられている。 より詳細には、第 1 3 列か ら第

6 列までのノズル 1 1 に対応する貫通 ビア 8 5 d は、配線基板 8 0 におけ

る圧電素子 6 0 の上方に配置されている。

[0051 ] 図 6 B に示すように、第 1 3 列か ら第 1 6 列 までのノズル 1 1 に対応する

第 1 の配線 （図示略）は、配線基板 8 0 の下面に配置されている。第 1 の配

線は、一端が圧電素子 6 0 に接続 され、他端が貫通 ビア 8 5 d の下端 に接続

されている。

図 6 A に示すように、第 1 3 列か ら第 1 6 列 までのノズル 1 1 に対応する

第 2 の配線 9 1 d は、配線基板 8 0 の上面に配置されている。第 2 の配線 9

1 d は、一端が貫通 ビア 8 5 d の上端 に接続 され、他端が第 2 の接続部 1 1

に接続 されている。

すなわち、第 1 3 列か ら第 1 6 列 までの配線は、圧電素子 6 0 の上方にお

いて貫通 ビア 8 5 d か ら配線基板 8 0 の上面に導かれ、二次元配置領域 R外

の第 2 の接続部 1 1 1 (言い換えると第 1 6 列側）に向けて二次元配置領域

R外に引き出されて第 2 の接続部 1 1 1 に接続 されている。

[0052] 第 1 行の第 1 3 列か ら第 1 6 列 までのノズル 1 1 に対応する第 2 の配線 9

d は、第 1 行のノズル 1 1 に対応するインク流路 8 8 と第 2 行のノズル 1

1 に対応するインク流路 8 8 との間を通 って第 2 の接続部 1 1 1 に接続 され

ている。第 2 行か ら第 （M — 1 ) 行 までの他の行のノズルに対応する配線 に

ついても、下側 に隣接するインク流路 8 8 間を通 って第 2 の接続部 1 1 1 に

接続 されている。 また、第M行のノズルに対応する配線は、下側 に隣接する

領域 を通 って第 2 の接続部 1 1 1 に接続 されている。

[0053] [ 第 2 の実施形態 ]

次 に、インクジェッ トヘ ッ ド3 の第 2 の実施形態について説明する。第 2

の実施形態が第 1 の実施形態 と異なる点は、配線基板 における配線の配置で

あるため、以下では配線の配置について説明 し、第 1 の実施形態 と同 じ部分

は説明を省略する。なお、図 8 A 及び図 8 B は紙面の制約上、横向きに描い

ているため、以下の説明においては、図 8 A 及び図 8 B の紙面に対 して右側



から見て説明する。すなわち、図 8 A 及び図 8 B の紙面を正面から見て、左

側を上側、右側を下側、上側を右側、下側を左側として説明する。

図 8 A 及び図 8 B に示すように、第 1列から第 8 列までのノズル 1 1 に対

応する貫通ビア8 5 のうち、第 1列、第 3 列、第 5 列、第 7 列のノズル 1 1

に対応する貫通ビア8 5 f は、ノズル列の第 1列側の二次元配置領域 R外に

設けられている。より詳細には、第 1列、第 3 列、第 5 列、第 7 列のノズル

に対応する貫通ビア8 5 f は、配線基板 8 0 における二次元配置領域 R

との間で第 1 の接続部 1 1 0 を挟んで当該第 1 の接続部 1 1 0 よりも外側に

配置されている。

[0054] 第 1 列、第 3 列、第 5 列、第 7 列のノズル 1 1 に対応する第 1 の配線 8 7

f は、配線基板 8 0 の下面に配置されている。第 1 の配線 8 7 f は、一端が

圧電素子 6 0 に接続され、他端が貫通ビア8 5 f の下端に接続されている。

第 1列、第 3 列、第 5 列、第 7 列のノズル 1 1 に対応する第 2 の配線 9 1

f は、配線基板 8 0 の上面に配置されている。第 2 の配線 9 1 f は、一端が

貫通ビア8 5 f の上端に接続され、他端が二次元配置領域 Rに対 して第 1 の

接続部 1 1 0 よりも外側から当該第 1 の接続部 1 1 0 に接続されている。

すなわち、第 1列、第 3 列、第 5 列、第 7 列の配線は、圧電素子 6 0 から

二次元配置領域 R外の第 1 の接続部 1 1 0 (言い換えると第 1列側）に向け

て二次元配置領域 R外に引き出され、貫通ビア8 5 f で折り返されて第 1 の

接続部 1 1 0 に接続されている。

[0055] 第 1行の第 1列、第 3 列、第 5 列、第 7 列のノズル 1 1 に対応する第 1 の

配線 8 7 f は、第 1行のノズル 1 1 に対応する接合部材 7 0 と第 2 行のノズ

ル 1 1 に対応する接合部材 7 0 との間 （図 8 B のA B 間）を通って第 1 の接

続部 1 1 0 に接続されている。第 2 行から第 （M — 1 ) 行までの他の行のノ

ズルに対応する配線についても、下側に隣接する接合部材 7 0 間を通って第

1 の接続部 1 1 0 に接続されている。また、第M行のノズルに対応する配線

は、下側に隣接する領域を通って第 1 の接続部 1 1 0 に接続されている。

すなわち、配線基板 8 0 の下面において貫通ビア8 5 f に接続される第 1



の配線 8 7 f は、配線基板 8 0 の下面側と接合部材 7 0 との接合部以外の位

置に配置されている。

[0056] 第 1 列から第 8 列までのノズル 1 1 に対応する貫通ビア8 5 のうち、第 2

列、第4 列、第 6 列、第 8 列のノズル 1 1 に対応する貫通ビア8 5 g は、二

次元配置領域 R内に設けられている。より詳細には、第 2 列、第4 列、第 6

列、第 8 列のノズル 1 1 に対応する貫通ビア8 5 g は、配線基板 8 0 におけ

る圧電素子 6 0 の上方に配置されている。

[0057] 図 8 A 及び図 8 B に示すように、第 2 列、第4 列、第 6 列、第 8 列のノズ

ル 1 1 に対応する第 1 の配線 （図示略）は、配線基板 8 0 の下面に配置され

ている。第 1 の配線は、一端が圧電素子 6 0 に接続され、他端が貫通ビア8

5 g の下端に接続されている。

第 2 列、第4 列、第 6 列、第 8 列のノズル 1 1 に対応する第 2 の配線 9 1

g は、配線基板 8 0 の上面に配置されている。第 2 の配線 9 1 g は、一端が

貫通ビア8 5 g の上端に接続され、他端が第 1 の接続部 1 1 0 に接続されて

いる。

すなわち、第 2 列、第4 列、第 6 列、第 8 列の配線は、圧電素子 6 0 の上

方において貫通ビア8 5 g から配線基板 8 0 の上面に導かれ、二次元配置領

域 R外の第 1 の接続部 1 1 0 (言い換えると第 1列側）に向けて二次元配置

領域 R外に引き出されて第 1 の接続部 1 1 0 に接続されている。

[0058] 第 1行の第 2 列、第4 列、第 6 列、第 8 列のノズル 1 1 に対応する第 2 の

配線 9 1 g は、第 1行のノズル 1 1 に対応するインク流路 8 8 と第 2 行のノ

ズル 1 1 に対応するインク流路 8 8 との間 （図 8 A のA B 間）を通って第 1

の接続部 1 1 0 に接続されている。第 2 行から第 （M — 1 ) 行までの他の行

のノズルに対応する配線についても、下側に隣接するインク流路 8 8 間を通

つて第 1 の接続部 1 1 0 に接続されている。また、第M行のノズルに対応す

る配線は、下側に隣接する領域を通って第 1 の接続部 1 1 0 に接続されてい

る。

[0059] なお、第 9 列から第 1 6 列までのノズル 1 1 に対応する配線も第 1列から



第 8 列の配線 と同様、第 9 列、第 1 1 列、第 1 3 列、第 1 5 列 に対応する配

線が第 2 の接続部 よ りも外側か ら第 2 の接続部 に接続 され、第 1 0 列、第 1

2 列、第 1 4 列、第 1 6 列 に対応する配線が第 2 の接続部 よ りも内側か ら第

2 の接続部 に接続 されている。貫通 ビアの配置や、配線の配置 についても第

1 列か ら第 8 列 と同様であるため、説明を省略する。

[0060] [ 第 3 の実施形態 ]

次 に、 インクジェッ トヘ ッ ド3 の第 3 の実施形態 について説明する。第 3

の実施形態が第 1 の実施形態 と異なる点は、配線基板 における配線の配置で

あるため、以下では配線の配置 について説明 し、第 1 の実施形態 と同 じ部分

は説明を省略する。なお、図 9 A 及び図 9 B は紙面の制約上、横向 きに描 い

ているため、以下の説明においては、図 9 A 及び図 9 B の紙面 に対 して右側

か ら見て説明する。すなわち、図 9 A 及び図 9 B の紙面 を正面か ら見て、左

側 を上側、右側 を下側、上側 を右側、下側 を左側 と して説明する。

図 9 A 及び図 9 B に示すように、第 1 列か ら第 8 列 までの ノズル 1 1 に対

応する貫通 ビア 8 5 の うち、第 1 列か ら第 4 列 までの ノズル 1 1 に対応する

貫通 ビア 8 5 h は、 ノズル列の第 1 列側の二次元配置領域 R外 に設 け られて

いる。 よ り詳細 には、第 1 列か ら第 4 列 までの ノズル 1 1 に対応する貫通 ビ

ァ 8 5 h は、配線基板 8 0 における二次元配置領域 R と第 1 の接続部 1 1 0

との間に配置 されている。貫通 ビア 8 5 h をこのような位置 に設 けることで

、接続部 よ り外側 に配線 を配置することがないので、配線の配置領域 を小さ

くすることがで き、ひいてはインクジエツ 卜へ ッ ドの小型化 を図ることがで

きる。

[0061 ] 第 1 列か ら第 4 列 までの ノズル 1 1 に対応する第 1 の配線 8 7 h は、配線

基板 8 0 の下面 に配置 されている。第 1 の配線 8 7 h は、一端が圧電素子 6

0 に接続 され、他端が貫通 ビア 8 5 h の下端 に接続 されている。

第 1 列か ら第 4 列 までの ノズル 1 1 に対応する第 2 の配線 9 1 h は、配線

基板 8 0 の上面 に配置 されている。第 2 の配線 9 1 h は、一端が貫通 ビア 8

5 h の上端 に接続 され、他端が二次元配置領域 R に対 して第 1 の接続部 1 1



0 よりも内側から当該第 1 の接続部 1 1 0 に接続されている。

すなわち、第 1列から第4 列までの配線は、圧電素子 6 0 から二次元配置

領域 R外の第 1 の接続部 1 1 0 (言い換えると第 1列側）に向けて配線基板

8 0 の下面で二次元配置領域 R外に引き出され、貫通ビア8 5 h で配線基板

8 0 の上面に導かれて第 1 の接続部 1 1 0 に接続されている。

[0062] 第 1行の第 1列から第4 列までのノズル 1 1 に対応する第 1 の配線 8 7 h

は、第 1行のノズル 1 1 に対応する接合部材 7 0 と第 2 行のノズル 1 1 に対

応する接合部材 7 0 との間 （図 9 B のA B 間）を通って第 1 の接続部 1 1 0

に接続されている。第 2 行から第 （M — 1 ) 行までの他の行のノズルに対応

する配線についても、下側に隣接する接合部材 7 0 間を通って第 1 の接続部

0 に接続されている。また、第M行のノズルに対応する配線は、下側に

隣接する領域を通って第 1 の接続部 1 1 0 に接続されている。

すなわち、配線基板 8 0 の下面において貫通ビア8 5 h に接続される第 1

の配線 8 7 h は、配線基板 8 0 の下面側と接合部材 7 0 との接合部以外の位

置に配置されている。

[0063] 第 1 列から第 8 列までのノズル 1 1 に対応する貫通ビア8 5 のうち、第 5

列から第 8 列までのノズル 1 1 に対応する配線は第 1 の実施形態と同 じであ

る。

なお、第 9 列から第 1 6 列までのノズル 1 1 に対応する配線も第 1列から

第 8 列の配線と同様、第 9 列から第 1 2 列に対応する配線が第 1列から第4

列に対応する配線と同様であり、第 1 3 列から第 1 6 列に対応する配線が第

5 列から第 8 列に対応する配線と同様であるため、説明を省略する。

[0064] [ 第 4 の実施形態]

次に、インクジェットヘッド3 の第4 の実施形態について説明する。第4

の実施形態が第 1 の実施形態と異なる点は、配線基板における配線の配置で

あるため、以下では配線の配置について説明 し、第 1 の実施形態と同 じ部分

は説明を省略する。なお、図 1 O A 及び図 1 0 B は紙面の制約上、横向きに

描いているため、以下の説明においては、図 1 O A 及び図 1 0 B の紙面に対



して右側から見て説明する。すなわち、図 1 O A 及び図 1 O B の紙面を正面

から見て、左側を上側、右側を下側、上側を右側、下側を左側として説明す

る。

図 1 O A 及び図 1 0 B に示すように、第 1列から第 8 列までのノズル 1 1

に対応する貫通ビア8 5 のうち、第 1列から第 3 列までのノズル 1 1 に対応

する貫通ビア8 5 j は、ノズル列の第 1列側の二次元配置領域 R外に設けら

れている。より詳細には、第 1列から第 3 列までのノズル 1 1 に対応する貫

通ビア8 5 j は、配線基板 8 0 における二次元配置領域 R との間で第 1 の接

続部 1 1 0 を挟んで当該第 1 の接続部 1 1 0 よりも外側に配置されている。

[0065] 第 1 列から第 3 列までのノズル 1 1 に対応する第 1 の配線 8 7 j は、配線

基板 8 0 の下面に配置されている。第 1 の配線 8 7 j は、一端が圧電素子 6

0 に接続され、他端が貫通ビア8 5 j の下端に接続されている。

第 1列から第 3 列までのノズル 1 1 に対応する第 2 の配線 9 j は、配線

基板 8 0 の上面に配置されている。第 2 の配線 9 1 j は、一端が貫通ビア8

5 j の上端に接続され、他端が二次元配置領域 Rに対 して第 1 の接続部 1 1

0 よりも外側から当該第 1 の接続部 1 1 0 に接続されている。

すなわち、第 1列から第 3 列までの配線は、圧電素子 6 0 から二次元配置

領域 R外の第 1 の接続部 1 1 0 (言い換えると第 1列側）に向けて配線基板

8 0 の下面で二次元配置領域 R外に引き出され、貫通ビア8 5 j で配線基板

8 0 の上面に導かれて第 1 の接続部 1 1 0 に接続されている。

[0066] 第 1行の第 1列から第 3 列までのノズル 1 1 に対応する第 1 の配線 8 7 j

は、第 1行のノズル 1 1 に対応する接合部材 7 0 と第 2 行のノズル 1 1 に対

応する接合部材 7 0 との間 （図 1 0 の 六 間）を通って第 1 の接続部 1 1

0 に接続されている。第 2 行から第 （M — 1 ) 行までの他の行のノズルに対

応する配線についても、下側に隣接する接合部材 7 0 間を通って第 1 の接続

部 1 1 0 に接続されている。また、第M行のノズルに対応する配線は、下側

に隣接する領域を通って第 1 の接続部 1 1 0 に接続されている。

すなわち、配線基板 8 0 の下面において貫通ビア8 5 j に接続される第 1



の配線 8 7 j は、配線基板 8 0 の下面側と接合部材 7 0 との接合部以外の位

置に配置されている。

[0067] 第 1 列から第 8 列までのノズル 1 1 に対応する貫通ビアのうち、第4 列か

ら第 8 列までのノズル 1 1 に対応する配線は第 1 の実施形態における第 5 列

から第 8 列までのノズル 1 1 に対応する配線と同 じである。

なお、第 9 列から第 1 6 列までのノズル 1 1 に対応する配線も第 1列から

第 8 列の配線と同様、第 9 列から第 1 1 列に対応する配線が第 1列から第 3

列に対応する配線と同様であり、第 1 2 列から第 1 6 列に対応する配線が第

4 列から第 8 列に対応する配線と同様であるため、説明を省略する。

[0068] < 作用 効果>

以上のように、上記実施形態によれば、ノズル 1 1 に対応する貫通ビア8

5 は、二次元配置領域 R内と二次元配置領域 R外とに分けられて配置されて

いるため、全ての貫通ビア8 5 に接続された配線 8 7 , 9 1 をインク流路 8

8 間に通す必要がなくなる。本実施形態においては、左右の接続部に均等に

配線を振 り分けた場合、配線基板 8 0 の上面、下面共に最大N / 4 本の配線

を通すだけで良くなる。

これにより、最も配線 8 7 , 9 が密になる第 1列及び第 1 6 列のノズル

に対応するインク流路 8 8 間に配置する配線 8 7 , 9 を大幅に減 らす

ことができ、配線幅、配線同士の間隔を広げることができる。よって、ノズ

ル 1 1 を高密度に配置することができると共に、配線 8 7 , 9 の信頼性を

向上させることができる。

また、貫通ビア8 5 を介 して配線基板 8 0 の一方の面に配線 8 7 ， 9 1 を

集結させることができるので、接続部 1 1 0 ， 1 1 1 を配線基板 8 0 の一方

の面に設けるだけでよい。これにより、配線基板 8 0 を多層にする必要もな

く、接続部 1 1 0 ， 1 1 1 も配線基板 8 0 の両面に設ける必要もなくなり、

簡易な構成で配線基板 8 0 のスペースを有効活用 してコス ト低減を図ること

ができる。

[0069] また、全ての配線 8 7 , 9 1 を第 1 列側と第 1 6 列側とに分けて引き出す



ことで、最も配線 8 7 , 9 が密になる第 1 列及び第 1 6 列のノズル 1 1 に

対応するインク流路 8 8 間に配置する配線 8 7 , 9 を減らすことができ、

配線幅、配線同士の間隔を広げることができる。

さらに、引き出す方向が二つに分けられたそれぞれの配線 8 7 , 9 1 の束

を、二次元配置領域 R 内の貫通ビアに接続する配線と二次元配置領域 R外の

貫通ビアに接続する配線とに分けることができるので、第 1 列及び第 1 6 列

のノズル 1 1 に対応するインク流路 8 8 間に配置する配線をさらに減らすこ

とができ、配線幅、配線同士の間隔をさらに広げることができる。

[0070] また、二次元配置領域 R外に設けられる貫通ビアを第 1 列側と第 1 6 列側

という二次元配置領域 Rから見て相反する方向に離 して配置することにより

、配線スペースを有効利用することができ、配線幅、配線同士の間隔を広げ

ることができる。

[0071 ] また、第 1 列側に引き出される配線を第 1 列側の第 1 の接続部 1 1 0 に接

続 し、第 1 6 列側に引き出される配線を第 1 6 列側の第 2 の接続部 1 1 1 に

接続 しているので、各貫通ビア 8 5 から接続する接続部 1 1 0 ， 1 1 1 まで

の距離を短くすることができ、配線を短くすることができる。

[0072] また、二次元配置領域 R と貫通ビアとの間に接続部 1 1 0 ， 1 1 1 が配置

されることになるので、接続部 1 1 0 ， 1 1 1 の両側から配線 9 を接続部

1 1 0 ， 1 1 1 に接続することができる。これにより、接続部 1 1 0 ， 1 1

1 まわりの配線幅、配線同士の間隔を広げることができ、配線スペースを有

効利用することができる。

[0073] また、二次元配置領域 R 内外の貫通ビア 8 5 の数を同数とすることで、配

線基板 8 0 の上面に配置する配線と下面に配置する配線を同数とすることが

できる。これにより、一方の配線幅、配線同士の間隔だけが狭くなるような

ことがなくなるので、配線幅、配線同士の間隔を広げることができ、配線ス

ペースを有効利用することができる。

[0074] また、二次元配置領域 R外の貫通ビアに接続される配線を、配線基板 8 0

と接合部材 7 0 との接合部以外の位置に配置することで、接合部材 7 0 と配



線基板 8 0 との接合強度の低下を防止することができる。

[0075] また、第4 の実施形態のように、配線基板 8 0 のうち、圧電素子 6 0 が設

けられる側の面 （配線基板の下面）には、圧力室 4 1 にインクを供給するた

めのインク流路 7 2 を有する接合部材 7 0 が設けられているため、配線 8 7

はかかる接合部材 7 0 を避けて配置する必要があり、配線スペースも他方の

面に比べて狭 くなる。

ここで、接合部材 7 0 が設けられている面には、二次元配置領域 R外に設

けられた貫通ビア8 5 j に接続する配線 8 7 j が配置されるので、接合部材

7 0 が設けられている面の配線数を二次元配置領域 R内に設けられた貫通ビ

ァ8 5 b に接続する配線数よりも少なくすることができる。

すなわち、配線基板 8 0 の下面の方が、接合部材 7 0 の分だけ配線スぺ一

スが狭 くなるため、配線を上面に （N / 4 ) + n 本、下面に （N / 4 ) - n

本配置する方が、配線基板 8 0 の上下面共に同 じ本数にする場合に比べて配

線スペースを有効に利用することができ、好ましい。

これにより、配線基板 8 0 の両面の配線の配線幅、配線同士の間隔のバラ

ンスを良くすることができる。

[0076] また、上述のように、各配線が確保できるスペースを広げることができる

ので、例えば、図 1 1 に示すように、インク流路 1 5 に隣接する配線 1 6

1 とインク流路 1 5 1 との間隔を配線間 （1 6 1 と 1 6 2 の間）の間隔より

も大きくすることもできる。

このように、インク流路 1 5 に隣接する配線 1 6 をインク流路 1 5

から大きく離すことにより、配線基板 8 0 の上面に形成される保護層 9 0 が

欠けたり、角にRが形成されて しまっている場合であっても、配線 1 6 1 が

外部に露出しにくくなる。これにより、配線 1 6 1 の導通不良を未然に防止

することができる。

よって、 L / S に余裕がある場合には、インク流路に隣接する配線の間隔

を優先的に広 くとるようにすることが好ましい。

[0077] < 従来の配線の配置との比較>



ここで、従来の配線の配置 との比較 を行 うことにする。

図 1 2 は、 ノズル密度、 ノズル列数、配線の配置 を変えた場合 における 1

本の配線あた りに確保で きるスペースを比較 した表である。

図 1 2 の最上欄 に示すように、 ノズル密度が 6 0 0 n p ί 、 ノズル列数 Ν

が 1 6 、 ノズル間隔が 6 7 7 m、 インク流路の内径 を 1 0 0 从m、 インク

流路の外径 を 2 0 0 m と し、第 1 列のインク流路間に 1 6 本全ての配線 を

配置 した配線パ ター ン （図 1 2 のパ ター ンA ) 、第 1 列のインク流路間 と第

1 6 列のインク流路間に 8 本ずつ配線 を分 けて配置 した配線パ ター ン （図 1

2 のパ ター ン B ) 、第 1 列のインク流路間 と第 1 6 列のインク流路間に 8 本

ずつ配線 を分 けるとともに、 8 本の配線 をさ らに配線基板の上面 と下面 に 4

本ずつ配置 した配線パ ター ン （図 1 2 のパ ター ンC ：第 1 〜第 3 の実施形態

に対応）、第 1 列のインク流路間 と第 1 6 列のインク流路間に 8 本ずつ配線

を分 けるとともに、 8 本の配線 をさ らに配線基板の上面 に 5 本、下面 に 3 本

配置 した配線パ ター ン （図 1 2 のパ ター ン D ：第 4 の実施形態 に対応）につ

いて、 1 本の配線あた りに確保で きる配線 スペースを算出 した。

配線パ ター ンA においては、配線 1 本あた りに確保で きるスペースは、 3

6 . 1 m とな り、 L / S ( ライ ン/ スペース）は、 1 8 / 1 8 となる。

配線パ ター ン B においては、配線 1 本あた りに確保で きるスペースは、 7

2 . 2 m とな り、 L / S ( ライ ン/ スペース）は、 3 6 / 3 6 となる。

配線パ ター ンC においては、配線 1 本あた りに確保で きるスペースは、配

線基板の上面側が 1 4 4 . 3 m、下面側が 1 1 9 . 3 Ί とな り、 L / S

( ライ ン/ スペース）は、配線基板の上面側が 7 2 / 7 2 、下面側が 5 9 /

5 9 となる。

配線パ ター ン D においては、配線 1 本あた りに確保で きるスペースは、配

線基板の上面側が 1 1 5 . 5 m、下面側が 1 5 9 . I m とな り、 L / S

( ライ ン/ スペース）は、配線基板の上面側が 5 7 / 5 7 、下面側が 7 9

7 9 となる。

その他、 ノズル密度、 ノズル列数 を変えた場合 における 1 本の配線あた り



に確保できるスペースを算出 した結果を図 1 2 に示すが、いずれの条件にお

いても、実施形態の配線パターンの方が従来の配線パターンよりも 1 本の配

線あた りに確保できるスペースが大 きいことがわかる。

このように、インク流路間に通す配線の数 を少な くすることで、配線の信

頼性 を向上させることができる。

なお、図 1 2 のパターンD について、 ノズル列が 3 2 の場合は、第 1 列の

インク流路間と第 3 2 列のインク流路間に 1 6 本ずつ配線 を分けるとともに

、 1 6 本の配線 をさらに配線基板の上面に 1 0 本、下面に 6 本配置 した配線

パターンで計算 している。

また、同様 に、図 1 2 のパターンD について、 ノズル列が 8 の場合は、第

1 列のインク流路間と第 8 列のインク流路間に 4 本ずつ配線 を分けるととも

に、 4 本の配線 をさらに配線基板の上面に 3 本、下面に 1 本配置 した配線パ

ターンで計算 している。

[0079] < その他 >

なお、本発明は、上記実施形態に限 られるものではな く、発明の本質的部

分を変更 しない範囲内で自由に設計変更が可能である。

例えば、上記実施形態においては、接続部 を二つに したときの構成 につい

て説明 しているが、接続部の数 を三つ以上に増や し、接続部の数 に応 じて配

線 を三つ以上に分けることも可能である。

また、上記実施形態においては、第 1 の接続部 に接続する左側のノズル列

に対応する配線 と第 2 の接続部 に接続する右側のノズル列に対応する配線 と

で同 じ配置 と したが、必ず しも同 じにする必要はな く、二次元配置領域外に

弓Iき出す配線数 を左右のノズル列で異なるように しても良い。

産業上の利用可能性

[0080] 以上のように、本発明に係 るインクジェッ トヘ ッ ドは、 ノズルを高密度 に

配置 して高精細な画像形成 を実現するのに有用である。

符号の説明

[0081 ] 3 インクジェッ トヘ ッ ド



ノズル

圧力室

圧電素子 （ァクチ ユ エ 一 タ）

接合部材

インク流路 （連通路）

酉己線 个反

貫通 ビア

第 1 の配線 （配線）

インク流路

第 2 の配線 （配線）

第 1 の接続部 （接続部）

第 2 の接続部 （接続部）

次元配置領域 （配置領域）



請求の範囲

[ 請求項 1] イ ンクを吐出する複数の ノズル と、各 ノズル に対応 して個別 に連通

される圧力室 と、各圧力室 に対応 して個別 に設 け られ、圧力室内のィ

ンクをノズルか ら吐出させるための力を付与するァクチユエ一夕とを

有 し、個 々の ノズル及び これに各 々対応する圧力室 とァクチユエ一タ

との組が二次元配列状 に配置 され、

各 ァクチユエ一夕に対応 して個別 に接続 される配線 と、各配線 に対

応 して個別 に接続 される貫通 ビアと、各圧力室 に対応 して個別 にィン

クを供給するインク流路 とを有する配線基板 と、

前記個 々の ノズル及び これに各 々対応する圧力室 とァクチ ユ エ 一 タ

との組が二次元配列状 に配置 された配置領域外 に設 け られ、各配線 を

駆動部 に接続する接続部 と、 を備 えるインクジエツ 卜へ ッ ドにおいて

ノズルは、 M個 （M は 2 以上の整数）が直線状 に並べ られると共 に

、 これが N列 （N は 2 以上の整数）にわた つて設 け られ、

N個の ノズル列の うち、任意の n個 （1 n < N ) の ノズル列の ノ

ズル に対応する貫通 ビアが前記配置領域 内に設 け られ、前記任意の n

個以外の ノズル列の ノズル に対応する貫通 ビアが前記配置領域外 に設

け られていることを特徴 とするインクジエツ 卜へ ッ ド。

[ 請求項 2] 前記 N は 2 以上の偶数であ り、

第 1列か ら第 （N / 2 ) 列の ノズル に対応する貫通 ビアに接続 され

る配線 は、第 1列側の前記配置領域外 に向けて引 き出され、かつ、第

( N / 2 ) + 1列か ら第 N列の ノズル に対応する貫通 ビアに接続 され

る配線 は、第 N列側の前記配置領域外 に向けて引 き出され、

第 1列か ら第 （N 2 ) 列の ノズルの うち、任意の a 個 （1 a <

N / 2 ) の ノズル に対応する貫通 ビアが前記配置領域外 に設 け られ、

第 （N 2 ) + 1列か ら第 N列の ノズルの うち、任意の b 個 （1 b

< N / 2 ) の ノズル に対応する貫通 ビアが前記配置領域外 に設 け られ



ていることを特徴 とする請求項 1 に記載のインクジエツ 卜へ ッ ド。

前記 a 個 の ノズル に対応する貫通 ビアは、第 1 列側の前記配置領域

外 に設 け られ、前記 b 個 の ノズル に対応する貫通 ビアは、第 N 列側の

前記配置領域外 に設 け られていることを特徴 とする請求項 2 に記載の

インクジエツ 卜へ ッ ド。

前記接続部 は、前記配線基板の一方の面 における第 1 列側の前記配

置領域外 に設 け られた第 1 の接続部 と、第 N 列側の前記配置領域外 に

設 け られた第 2 の接続部 とを有 し、

第 1 列か ら第 （N / 2 ) 列の ノズル に対応する貫通 ビアに接続 され

る配線 は、前記第 1 の接続部 に接続 され、

第 （N / 2 ) + 1 列か ら第 N 列の ノズル に対応する貫通 ビアに接続

される配線 は、前記第 2 の接続部 に接続 されていることを特徴 とする

請求項 2 又 は 3 に記載のインクジエツ 卜へ ッ ド。

前記 a 個 の ノズル に対応する貫通 ビアは、前記配置領域 との間で前

記第 1 の接続部 を挟んで前記第 1 の接続部 よ りも外側 に配置 され、

前記 b 個 の ノズル に対応する貫通 ビアは、前記配置領域 との間で前

記第 2 の接続部 を挟んで前記第 2 の接続部 よ りも外側 に配置 されてい

ることを特徴 とする請求項 4 に記載のインクジエツ 卜へ ッ ド。

前記配置領域 内に設 け られた貫通 ビアの数 と前記配置領域外 に設 け

られた貫通 ビアの数 とが等 しいことを特徴 とする請求項 1 ~ 5 のいず

れか一項 に記載のインクジエツ 卜へ ッ ド。

前記配置領域 内に設 け られた貫通 ビアの数 は、前記配置領域外 に設

け られた貫通 ビアの数 よ りも多いことを特徴 とする請求項 1 ~ 5 のい

ずれか一項 に記載のインクジエツ 卜へ ッ ド。

前記配線基板 における前記接続部が設 け られている面 と反対側の面

には、前記インク流路 を前記圧力室 に連通 させる連通路が形成 された

接合部材が設 け られ、

前記配置領域外の貫通 ビアに接続 される配線 は、前記配線基板 と前



記接合部材 との接合部以外の位置 に配置 されていることを特徴 とする

請求項 1 ~ 7 のいずれか一項 に記載のインクジエツ 卜へ ッ ド。
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